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降低药剂 ＳＣＢ点火能量的研究进展

徐　禄，张　琳，冯红艳，刘丽娟，朱顺官
（南京理工大学化工学院，江苏 南京 ２１００９４）

摘要：半导体桥（ＳＣＢ）点火技术研究中，点火能量的降低是一个重要的研究部分。影响 ＳＣＢ点火能量的因素很

多，本文主要从 ＳＣＢ结构、ＳＣＢ药剂点火机理、药剂装药等几个方面分析总结了降低药剂 ＳＣＢ点火能量的方法。认

为，从以下几个方面可以有效地降低 ＳＣＢ点火能量：（１）小截面 ＳＣＢ（２３μｍ（Ｌ）×６７μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ））；（２）斯

蒂芬酸铅（ＬＴＮＲ）作为 ＳＣＢ点火药剂；（３）药剂粒度在５μｍ以下；（４）压药压力不小于３０ＭＰａ；（５）掺加微米级

的Ｚｒ粉；（６）选用导电导热差的 Ｇ１０管壳装药。
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１　引　言

半导体桥（ＳＣＢ）是一种灵巧点火器，它利用半导
体膜（或金属半导体复合膜）做发火元件，进而发展为
利用微电子集成技术，使火工品具有逻辑功能，具有抗

射频、电磁和静电的能力，可以用于复杂环境下使用的

弹药和爆破作业
［１－２］

。

降低药剂 ＳＣＢ点火能量，不仅有利于实现半导体
桥在武器弹药、火箭、卫星、飞船、飞行员救生以及民用

工程爆破、火药动力等装置中的广泛应用，更能够提高

相同能量输入条件下装药作用的可靠性，对此国内外进

行了大量的研究。郝建春
［３］
认为小截面的 ＳＣＢ可以实

现药剂的低能量点火；ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ等［４］
在不同厚度

ＳＣＢ下对球磨高氯酸·四氨·双（５硝基四唑）合钴
（Ⅲ）（ＢＮＣＰ）点火，得出药剂粒度与桥厚度（ＳＣＢ厚度）
的匹配对点火很重要；杨振英等

［５］
证实了桥的致密性

（ＳＣＢ致密性）对点火的重要性；Ｒ．Ｗ．Ｂｉｃｋｅｓ等［６］
对比

了不同材料管壳的药剂装药点火，认为导热导电差的管

壳可以在更低电容、更低能量下点火；本课题组对不同

起爆药 ＳＣＢ点火进行了研究，确定了适合 ＳＣＢ点火的
起爆药。然而，与国外研究得到的最低点火能量相比，

国内现有条件下的 ＳＣＢ点火能量还高许多，为进一步
探索降低 ＳＣＢ点火能量的方法，本文从 ＳＣＢ结构、ＳＣＢ
药剂点火机理、药剂装药和放电电容四个方面综述了国

内外近期的研究状况。

２　半导体桥（ＳＣＢ）

２．１　ＳＣＢ等离子体产生过程
等离子体是由大量的带电粒子组成，基本粒子是

相互“自由”的带正负电的粒子（电子、离子）。ＳＣＢ在
通以电流脉冲时，硅材料因焦耳热（指电流流过电阻

时产生的热）迅速气化，形成等离子体。国内外研究

主要是在 ＳＣＢ通电后，分析 ＳＣＢ相变，总结产生等离
子体的过程。

ＭｙｕｎｇＩｌＰａｒｋ等［７］
比较了尺寸为 ２０μｍ（Ｌ）×

９０μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ）的 ｓｉｎｇｌｅＳＣＢ和 ｐｏｌｙＳＣＢ，根据
通电后桥上电压与光输出的特点，分析了两种 ＳＣＢ的
放电快慢特性。当输入能量为 ７．８ｍＪ时，ｓｉｎｇｌｅＳＣＢ
产生两个电压峰的时间分别为 ２００ｎｓ和 ５００ｎｓ，同样
７．８ｍＪ能量输入 ｐｏｌｙＳＣＢ时，产生电压两个峰的时间
分别是：２５０ｎｓ和６００ｎｓ。

ＪｏｎｇＵｋＫｉｍ 等［８］
对 ｐｌｏｙＳＣＢ（２０μｍ（Ｌ）×

９０μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ））在输入能量为 ８ｍＪ时分析电
压、电流随时间的变化曲线，得到电流和电压的最大值

分别为 ３０Ａ、５５Ｖ；电压两个峰的出现时间分别为：
２５０ｎｓ和６００ｎｓ；认为两个电压峰是由于硅的相变引
起：硅由固体变为液体或气体出现第一个峰；由液体

或气体变为高温的等离子体出现了第二个峰。

ＫｙｅＮａｍＬｅｅ等［９］
研究了 ｐｏｌｙＳＣＢ（２０μｍ（Ｌ）×

９０μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ））的电压、电阻随时间变化的特
征，认为硅熔化使第一次电压升高，气化使第一次电压

下降，产生的等离子体使第二次电压升高。

Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［１０］
对 ｐｏｌｙＳＣＢ（１００μｍ（Ｌ）×

３８０μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ））用高分辨率的电子照相机拍
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摄其作用过程，并对相应的电压、时间曲线进行分析，

认为开始电阻的缓慢上升是由于硅受热，下降是因为

气化，再升高是由于产生了等离子体。

ＪｏｎｇｄａｅＫｉｍ等［１１］
在电容 ０．２４Ｆ、电压 ５．０Ｖ时

对 ｎ型 ＳＯＳＳＣＢ（４７μｍ（Ｌ）×１４０μｍ（Ｗ）×２μｍ
（ｔ））放电，得到电流、电压、光对时间的曲线，进一步
计算得到电阻、功率、能量对时间的曲线，分析认为电

阻第一次下降是由于硅熔化，之后第一次小的上升是

因为气化，第二次大的上升是因为产生的等离子体。

以上根据 ＳＣＢ两端电压、电流等随时间变化的曲
线分析了 ＳＣＢ相变过程，一致认为电压（或电阻）二次
峰出现时，等离子体形成。

２．２　ＳＣＢ结构

典型的 ＳＣＢ结构［１１］
由“Ｈ”型 ｓｉｌｉｃｏｎｏｎｓａｐｐｈｉｒｅ

（ＳＯＳ）薄膜和连接外部电路的金属电极组成，如图 １
所示。其 中，ＳＯＳ薄 膜 掺 杂 磷 原 子 的 浓 度 约 为
１０２０个／ｃｍ３，称作 ｎ＋型硅膜。金属电极是在 ｎ＋型硅膜
上沉积形成的铝电极。ＳＣＢ用长（Ｌ）、宽（Ｗ）、厚（ｔ）
来描述，长宽比决定 ＳＣＢ的电阻。

图 １　ＳＣＢ结构示意图［１１］

Ｆｉｇ．１　ＴｈｅｓｋｅｔｃｈｍａｐｏｆＳＣＢｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ等［４］
在桥质量不变的情况下，选

择长宽比平均为０．３，厚度分别为０．５μｍ、１μｍ、２μｍ
的桥，药剂选择球磨 ＢＮＣＰ，进行一系列点火试验（见
表１）。既然桥质量不变，厚度不同时，截面积（长 ×

宽）不同。厚度大的桥，单位面积上产生的等离子体

多，对应等离子体密度高，点火可靠；厚度小的桥，等

离子体密度小，点火的可靠性相对要低。此外，球磨

ＢＮＣＰ粒度一定，而桥厚度不同，则桥的厚度与颗粒大
小的比例也就不同，得出桥厚度与药剂粒度匹配对点

火的重要性。

周彬等
［１２］
在 ＳＣＢ微对流模型的研究中得出结

论：（１）桥厚度增加使等离子体密度增加，进而药剂
表面温度显著升高，有利于点火；（２）硅蒸汽在气相
中初始含量增大时有利于炸药点火；（３）等离子云半
径减小，可使炸药表面温度显著升高。

郝建春
［３］
通过药剂 ＫＨＴＰ（ＴｉＨ１．６５／ＫＣｌＯ４）的 ＳＣＢ

点火，研究了 ＳＣＢ截面积与一定粒度 ＫＨＴＰ全发火能
量的关系（见表 ２）。表 ２中热桥丝的点火能量大，点
火时间长，这是因为热桥丝与 ＳＣＢ作用机理不同，热
桥丝是热作用，ＳＣＢ是等离子体作用，后者作用更快。
此外，对比热桥丝和 ＳＣＢ的点火，ＳＣＢ具有比热桥丝
更好的点火特性。相比不同尺寸 ＳＣＢ的 ＫＨＴＰ点火，
截面积小，则全发火能量低，作用时间长。

表 １　桥（ＳＣＢ）厚度对发火的影响［４］

Ｔａｂｌｅ１　ＥｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆＳＣＢｆｉｌｍｏｎｉｇｎｉｔｉｏｎ

ｂｒｉｄｇｅｆｉｌｍ
ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ／μｍ

ｒｅｌａｔｉｖｅ
ｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙ

ｆｉｒｅ／ｎｏｆｉｒｅ
（Ｘ／Ｏ）

ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅ
／μｓ

２ ５．７６ Ｘ ８．１
２ ２．５６ Ｘ ｌｏｓｓ
２ ２．５６ Ｘ ６．２
２ １．４４ Ｘ ９．８
２ １．００ Ｘ １０．７
２ ０．６４ Ｏ －
１ ２．５６ Ｘ ６．８
１ １．４４ Ｘ ９．６
１ １．００ Ｘ ８．８
１ ０．６４ Ｘ １１．２
１ ０．３６ Ｏ －
０．５ １．４４ Ｏ －
０．５ １．９６ Ｏ －
０．５ ２．５６ Ｏ －

表 ２　热桥丝和不同尺寸 ＳＣＢ对 ＫＨＴＰ的点火［３］

Ｔａｂｌｅ２　ＩｇｎｉｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆＫＨＴＰｂｙｂｒｉｄｇｅｗｉｒｅａｎｄＳＣＢ

ｈｏｔｂｒｉｄｇｅｗｉｒｅ ＳＣＢ３２ ＳＣＢ３３ ＳＣＢ３４ ＳＣＢ３６

ＳＣＢｓｉｚｅ／μｍ ｄｉａｍｅｔｅｒ４８ ｗｉｄｔｈ３８０ ｗｉｄｔｈ１４０ ｗｉｄｔｈ１００ ｗｉｄｔｈ６７
ＳＣＢｓｉｚｅ／μｍ ｌｅｎｇｔｈ１０００ ｌｅｎｇｔｈ１００ ｌｅｎｇｔｈ４７ ｌｅｎｇｔｈ３５ ｌｅｎｇｔｈ２３
ｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙ／ｍＪ ３２．６±１．０ ２．７２±０．０３ ０．４５±０．１８ ０．３１±０．０７ ０．２３±０．０４

１ｍｓｎｏｆｉｒｅｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ － ４．０ ２．０ １．６ １．１
５ｍｉｎｎｏｆｉｒｅｃｕｒｒｅｎｔ／Ａ １．１ １．３９±０．０３ １．３±０．１ １．０±０．１ －
ｓｔａｔｉｃｅｌｅｃｔｒｉｃｄｉｓｃｈａｒｇｅｔｅｓｔ ｐａｓｓ ｐａｓｓ ｐａｓｓ － －

ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅ／μｓ ３４００ ６０ １００ １２５ １５０
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　　周蓉等［１３］
从 ＳＣＢ结构上发现，兼有 Ｓｉ桥区倒圆

点和 Ｔｉ、Ａｌ金属导体倒圆点两大特点的 ＳＣＢ，其点火
能量可降到３～５ｍＪ，作用时间可降到５μｓ。

杨振英等
［５］
对爆炸箔起爆技术与 ＳＣＢ雷管技术

各自优点进行综合，形成不含起爆药和松装药的 ＳＣＢ
冲击片起爆技术。在 ＳＣＢ芯片桥区多晶硅致密性及
起爆实验中，ＳＣＢ芯片多晶硅为 １０μｍ厚时，４０发试
验几乎都不能起爆晶形六硝基

!

（ＨＮＳⅣ），通过扫描
电镜观察，１０μｍ厚的多晶硅致密性非常差。而多晶
硅致密性较好的芯片，其厚度虽只有 ２μｍ，却可以较
好地起爆 ＨＮＳⅣ。说明 ＳＣＢ芯片桥区多晶硅的致密
性是影响起爆性能的重要因素。

ＫｙｅＮａｍＬｅｅ等［９］
认为就 ＳＣＢ本身而言，桥的大

小（质量）决定了产生等离子体所需的能量水平。而

等离子体才是能够使含能材料被起爆的关键。

综上所述，ＳＣＢ具有 Ｓｉ桥区倒圆点和 Ｔｉ、Ａｌ金属
导体倒圆点两大特点，同时减小 ＳＣＢ截面积可以降低
药剂 ＳＣＢ点火能量；减小 ＳＣＢ的质量可以降低产生
等离子体所需的能量水平；提高硅的致密性、改善多

晶硅的厚度与药剂粒度的匹配性可以提高 ＳＣＢ点火
的可靠性。

３　ＳＣＢ药剂点火机理

Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［１０］
实验得到 ＳＣＢ发火过程中电

压、功率、能量的变化曲线，认为 ＳＣＢ的起爆机理为：
一个快速上升的电流脉冲通过 ＳＣＢ时，首先使材料气
化，进而加热形成硅等离子体，以致含能材料内部充满

热硅蒸汽，并凝固在含能材料上，再由其凝固热使含能

材料被加热到点火温度。

在分析 ＳＣＢ作用机理时，ＪｏｎｇｄａｅＫｉｍ等［１１］
认为

除了硅蒸汽的凝固热用来加热含能材料外，还需要考

虑等 离 子 体 迅 速 扩 散 产 生 的 冲 击 作 用。但 是

ＪｏｎｇＵｋＫｉｍ等［８］
研究了 ｓｉｎｇｌｅＳＣＢ产生等离子体的

电压、电阻随时间变化的特征，以及等离子体随时间变

化的照片，得到等离子体横向和纵向膨胀速度分别是

１．１５×１０５ｃｍ·ｓ－１和 ０．５５×１０５ｃｍ·ｓ－１。所以认为
等离子体迅速扩散产生的冲击不足以实现点火。

然而，胡建书等
［１４］
解释 ＳＣＢ的作用机理为：一方

面，在高温下，重掺杂的 ＳＣＢ容易形成高温等离子体
放电，产生高能冲击波引爆炸药；另一方面，硅材料气

化后形成的蒸汽在加热的过程中不断扩散到炸药颗粒

的空隙中，并凝结在其表面使炸药的温度升高。因此，

ＳＣＢ的药剂点火既有高能冲击波作用又有加热作用。

此外，Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［１０］
通过试验研究了 ＳＣＢ点

火可能的热转换机理：（１）热传导，（２）热辐射，
（３）振动引爆，（４）光激发引爆，（５）桥气化产物通过
热对流渗透到炸药中实现点火。通过试验数据和理论

计算排除了前四种作用的可能，最终确定了 ＳＣＢ只有
在形成后期放电（ＬＴＤ）时才可以形成等离子体，进而
实现药剂点火，并且 ＳＣＢ的点火能量是输入电流的脉
冲时间的函数，脉冲时间越短，点火能量越低。

ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ［４］在桥质量不变的情况下，对
０．５μｍ、１μｍ、２μｍ三种厚度的 ＳＣＢ进行了“裸桥”
试验，结果发现它们均能在基本相等的能量水平下转

变为等离子态。对同样的 ＳＣＢ（材料、质量、厚度和形
状均相同）通电得到功率时间特性曲线，在输入电能
足够大如３５Ｖ条件下，在特征曲线上出现两个峰，即
硅熔化造成的峰和等离子体造成的峰；但在输入电能

不够大如３０Ｖ条件下，特征曲线上只出现了一个峰，
即硅熔化造成的峰。由此认为，ＳＣＢ在输入电能足够
大时，等离子体使药剂点火；ＳＣＢ在输入电能较小时，
熔化硅在药剂表面的冷凝放热，使药剂点火。

本课题组研究的 ＳＣＢ尺寸为 １００μｍ（Ｌ）×
４００μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ），在放电电容 ６８μＦ的 ＬＴＮＲ
点火实验中，电压 １５Ｖ左右时有电压二次峰（见图
２），即出现等离子体；１２Ｖ左右时没有电压二次峰
（见图３），即没有产生等离子体。由此认为：较高电
压下，等离子体使药剂点火；较低电压时，没有等离子

体出现，电流在桥上的焦耳热使药剂点火。

ＪｏｎｇｄａｅＫｉｍ等［８］
认为当 ＳＣＢ通过的电流密度不

小于１０６Ａ·ｃｍ－２
时，产生的等离子体可以对炸药实

现点火。

Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ［１０］分析了单一的等离子体热对流起
爆机理；ＪｏｎｇｄａｅＫｉｍ［５］和 ＪｏｎｇＵｋＫｉｍ［６］分别分析了
等离子体膨胀对药剂的简单冲击作用；胡建书

［１４］
分

析了等离子体放电形成的高能冲击波和微对流理论。

结合本课题组的实验结论，推测 ＳＣＢ作用机理为：在
输入电能足够高（６８μＦ，１５Ｖ）时，ＳＣＢ点火是靠等离
子体与药剂作用，或产生高能冲击波使药剂引爆；在

输入电能不够高（６８μＦ，１２Ｖ）时，ＳＣＢ产生的低能等
离子体或热的硅蒸汽，不断扩散到药剂颗粒的空隙中，

并凝结在表面使药剂温度升高，最终实现点火。

４　药剂装药

作为 ＳＣＢ点火技术，其所用药剂主要为火工药剂，
有单质和混合药剂之分。单质药剂又以弱起爆药为首
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图 ２　电压 １５Ｖ时电压、电流信号图

Ｆｉｇ．２　Ｖｏｌｔａｇｅ，ｃｕｒｒｅｎｔｓｉｇｎａｌｓｕｎｄｅｒ１５Ｖｉｎｐｕｔ

图 ３　电压 １２Ｖ时电压、电流信号图

Ｆｉｇ．３　Ｖｏｌｔａｇｅ，ｃｕｒｒｅｎｔｓｉｇｎａｌｓｕｎｄｅｒ１２Ｖｉｎｐｕｔ

选，混合药剂有 Ｚｒ系和 Ｂ系点火药代表。由于药剂自
身特性的不同，它们对 ＳＣＢ作用的敏感程度肯定不同。
而在装药形式上，有蘸药（或涂药）和压药两种方式，根

据文献［４］所述，桥界面接触特性对点火可靠性有着重
大影响，其中包括了药剂粒度、装药密度和约束状况。

本节主要总结这些因素对降低点火能量的影响。

４．１　药　剂

Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［６］
进行了烟火剂、铝热剂和金属互

化物的 ＳＣＢ点火，发现 Ａｌ／ＣｕＯ可以在酯醛树脂制成
的管壳、压药密度２．５ｇ·ｃｍ－３

、放电电容 １０００μＦ、电
压４．５Ｖ时，以 ２．０ｍＪ的能量实现点火。Ｂ／ＢａＣｒＯ４、
Ｚｒ／ＢａＣｒＯ４、Ｚｒ／Ｆｅ２Ｏ３、Ｚｒ／ＫＣｌＯ４都可以在钢制管壳、

压药密度２．５ｇ·ｃｍ－３
、以 ２０μＦ电容、２．８Ｖ电压实

现点火。

ＤｉｒｋＣｅｇｉｅｌ等［１５］
发现 Ｚｒ／ＫＣｌＯ４／粘合剂的 ＳＣＢ点

火低输入能量（＜１ｍＪ）下的作用时间只有几十微秒
（＜４０μｓ）。点火器的作用时间从 １０００μｓ减少到了
３００μｓ（相比热丝点火）。

王治平等
［１６］
用半导体桥点火装置点燃烟火剂

ＴＨＫＰ（ＴｉＨ１．６５／ＫＣｌＯ４），消耗的能量仅几个毫焦，作用
时间只需数十微秒。

上述研究都已经在较小能量下实现了点火，但是，

对起爆药的 ＳＣＢ点火研究还很少，在含能材料中，起
爆药相对其他类药剂感度更高，更容易被点火引爆，所

以认为起爆药应该可以在更低的能量输入下实现 ＳＣＢ
点火。

本课题组在起爆药 ＳＣＢ点火试验中，选用了斯蒂
芬酸铅（ＬＴＮＲ）、新型起爆药硝酸肼镍（ＮＨＮ）、新型起
爆药叠氮肼镍（ＮＨＡ）［１７－１９］、叠氮化铅（ＬＡ）四种起爆
药；选 用 了 铝 制 管 壳；ＳＣＢ 为 １００ μｍ（Ｌ）×
４００μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ）的 ｎ型重掺杂 ｐｏｌｙＳＣＢ。上述
几种药剂最低点火能量结果见表 ３。从表 ３可见，火
焰感度和静电火花感度都比较高的 ＬＴＮＲ点火能量最
低，其次是同样火焰感度高而静电感度低的 ＮＨＡ，最
后是各种感度都低的 ＮＨＮ和机械感度高的 ＬＡ。因
此，选择火焰感度和静电火花感度高的起爆药 ＬＴＮＲ，
有利于实现低能量下的 ＳＣＢ点火。

表 ３　３００目下、２０ＭＰａ、４７μＦ不同起爆药 ＳＣＢ最低点火能量

Ｔａｂｌｅ３　Ｔｈｅｌｏｗｅｓｔｉｇｎｉｔｉｏｎｅｎｅｒｇｙｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｒｉｍａｒｙ

ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓｕｎｄｅｒ３００ｍｅｓｈｓｉｅｖｅａｔ２０ＭＰａａｎｄ４７μＦ

ＬＡ ＮＨＮ ＬＴＮＲ ＮＨＡ

ｈｉｇｈ
ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ
ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ｌｏｗ
ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ｈｉｇｈｆｌａｍｅ
ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙａｎｄ
ｈｉｇｈｓｔａｔｉｃ

ｓｐａｒｋｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ｈｉｇｈｆｌａｍｅ
ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙａｎｄ
ｌｏｗｓｔａｔｉｃ

ｓｐａｒｋｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ｎｏｆｉｒｅ １４．５０ｍＪ １．０７ｍＪ １．６５ｍＪ

至此，关于 ＳＣＢ点火的药剂，国外最低点火能量
是对 Ｂ／ＢａＣｒＯ４、Ｚｒ／ＢａＣｒＯ４、Ｚｒ／Ｆｅ２Ｏ３、Ｚｒ／ＫＣｌＯ４ 的
ＳＣＢ点火，最小 ０．０７８ｍＪ（２０μＦ电容、２．８Ｖ电压）；
本课题组在起爆药的 ＳＣＢ点火中，最低点火能量是对
ＬＴＮＲ的点火，最低达到 １．０７ｍＪ。与国外相比，本课
题组点火能量高的原因是：选用的 ＳＣＢ质量较大，桥
本身发火需要的能量水平较高；ＳＣＢ厚度均为 ２μｍ，
但药剂颗粒度（最细过 ３００目筛，３５μｍ左右）比国外
５μｍ大许多，比表面积相对要小，导致无法有效利用
等离子体。

４．２　药剂粒度

Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［１０］
在用于炸药点火的 ＳＣＢ研究中

发现：给 ＳＣＢ输入一个电流脉冲，产生的高温等离子
体对粒状炸药的作用很有效。

ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ等［４］
在较小压药压力下，用 ２μｍ

厚的 ＳＣＢ对糊精叠氮化铅、ＲＤ１３３３叠氮化铅、球磨
ＤＸＮ１、球磨 ＤＤＮＰ、Ｚｒ／ＫＣｌＯ４点火比较（见表４）。由此
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发现，即使被公认为敏感起爆药的叠氮化铅，在较小压

药压力下采用相对较低能量的 ＳＣＢ也很难被起爆。因
此，颗粒大小是影响 ＳＣＢ点火的关键参数。此外，Ｄａｖｉｄ
Ｗ．Ｅｗｉｃｋ等通过３０Ｖ和３５Ｖ时电压二次峰情况判断
是否产生等离子体，进而得出桥自身的全发火能量

（＜１００μＪ）。综上认为，选用合适的起爆药以及与 ＳＣＢ
厚度匹配的起爆药颗粒，ＳＣＢ的点火作用很可靠，所用
的能量基本上就是 ＳＣＢ桥自身的全发火能量。

表 ４　药剂的 ＳＣＢ点火感度［４］

Ｔａｂｌｅ４　ＳｅｎｓｉｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｓｅｖｅｒａｌａｇｅｎｔｓｔｏｔｈｅＳＣＢｉｇｎｉｔｉｏｎ

ｅｎｅｒｇｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌ ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｐａｒｔｉｃｌｅｓｉｚｅ／μｍ ｒｅｌａｔｉｖｅｅｎｅｒｇｙ

ｄｅｘｔｒｉｎａｔｅｄＬＡ ２５ ｎｏｆｉｒｅ

ＲＤ１３３３ＬＡ ３５ ３．００

ＤＸＮ１ ５０－１００ ４．００

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄＤＸＮ１ ＜５ １．００

ＤＤＮＰ ５０－１００ ｎｏｆｉｒｅ

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄＤＤＮＰ ＜１５ ｎｏｆｉｒｅ
Ｚｒ／ＫＣｌＯ４ ＜５ １．４４

Ｚｒ／ＫＣｌＯ４（ｓｌｕｒｒｙ） ＜５ ５．７６

　　Ｎｏｔｅ：Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｎｅｒｇｙｉｓｔｈｅｒａｔｉｏｏｆｅａｃｈｆｉｒｅｅｎｅｒｇｙｔｏｔｈｅｌｏｗｅｓｔｅｎｅｒｇｙ．

祝明水等
［２０］
在关于降低 ＳＣＢ发火能量的理论探

讨中分析了 ＳＣＢ的截面大小的设计应以与装药颗粒
的匹配为主。

王文
［２１］
在半导体桥等离子体点火特性研究试验

中，固定压力（１０ＭＰａ），将不同粒度下 ＮＨＮ的点火能
量对点火时间作曲线得到图４，分析得到：同样能量输
入，粒度越小（３００目下）点火越快。

图 ４　６８μＦ、１０ＭＰａ不同粒径 ＮＨＮ点火能量点火时间关系［２１］

Ｆｉｇ．４　ＴｈｅＥｔｃｕｒｖｅｓｏｆＮＨＮｉｇｎｉｔｉｏｎｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｇｒａｎｕｌａｔｅｓｉｚｅｓｗｉｔｈ６８μＦａｔ１０ＭＰａ

总之，ＳＣＢ的点火适宜选用粒状药剂，当 ＳＣＢ厚度
为２μｍ时，选择药剂粒度大小在５μｍ左右；其他厚度
的 ＳＣＢ选用相匹配粒度的药剂，这样可以有效地降低
点火能量，提高相同能量输入下药剂作用的可靠性。

４．３　压药压力

ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ等［４］
在低能 ＳＣＢ装置桥／药剂界

面的优化研究中发现，在结构适宜时，可在低能水平下

实现对药剂的点火，而且基本上不会受到压药压力大

小的影响。但是在起爆药一定时，如对球磨 ＢＮＣＰ（粒
径相对小）和重结晶的细粒 ＢＮＣＰ（粒径相对大）的
ＳＣＢ点火试验中，球磨 ＢＮＣＰ在低压药压力下可以实
现可靠点火，而重结晶 ＢＮＣＰ必须在较高压药压力下
才能实现点火（见表 ５）。说明在同样的 ＳＣＢ点火装
置下，颗粒较大的药剂必须在较高压力下才能可靠点

火，此时压药压力对点火的作用不可忽略。

表 ５　不同压药压力点火实验［４］

Ｔａｂｌｅ５　Ｉｇｎｉｔｉｏｎｔｅｓｔｓｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｃｏｍｐａｃｔｉｏｎｐｒｅｓｓｕｒｅｓｏｆｃｈａｒｇｅ

ｐａｒｔｉｃｌｅｓｉｚｅ ｃｏｍｐａｃｔｉｏｎｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｌａｔｉｖｅｅｎｅｒｇｙ ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅ／μｓ

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄ ｌｏｗ ５．７６ ８．１

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄ ｌｏｗ ２．５６ ６．２

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄ ｌｏｗ １．４４ ９．８

ｂａｌｌｍｉｌｌｅｄ ｌｏｗ １．００ １．０７

ｆｉｎｅ ｌｏｗ １６．００ ｎｏｆｉｒｅ

ｆｉｎｅ ｍｅｄｉｕｍ １６．００ ５．３

ｆｉｎｅ ｍｅｄｉｕｍ ５．７６ ５．１

ｆｉｎｅ ｍｅｄｉｕｍ ２．５６ ｎｏｆｉｒｅ

ｆｉｎｅ ｈｉｇｈ ５．７６ ５．５

ｆｉｎｅ ｈｉｇｈ ２．４４ ５．７

周彬等
［１２］
在 ＳＣＢ微对流作用的研究中得出结

论：空隙率增大，有利于炸药着火，这是由于空隙率增

大，填充的炸药的透气性增强，气体流动阻力减小，对

流传质、传热系数增大，高温高压气体迅速向炸药中扩

散，产生强对流传质传热，使炸药温度较高。

王文
［２１］
在半导体桥等离子体点火特性研究试验

中，相同粒径（１５０～２００目），不同压药压力 ＮＨＮ的点
火能量对点火时间作曲线得到图５，分析得到：同样能
量输入，压力越大（３０ＭＰａ）点火越快。
　　压药压力影响装药密度和装药空隙率，进而影响
等离子体对药剂的作用，所以可以通过改变压药压力

调整空隙率来改善点火条件。

４．４　管　壳

圣迪亚国家实验室 Ｄ．Ａ．Ｂｅｎｓｏｎ等［６］
在用 ＳＣＢ对

烟火剂、金属燃料／金属氧化剂混合物（铝热剂）和放
热的合金混合剂（金属间互化物）进行点火的研究中，

发现平均全发火阈值明显受装药管壳的热导率的影

响。如用黄铜装药管壳全发火装置电容器的充电电压

３４６第 ５期　　　　　　　　　　　　　　徐　禄等：降低药剂 ＳＣＢ点火能量的研究进展



图 ５　１５０～２００目 ＮＨＮ、６８μＦ不同压力

点火能量点火时间关系［２１］

Ｆｉｇ．５　ＴｈｅＥｔｃｕｒｖｅｓｏｆＮＨＮｉｇｎｉｔｉｏｎｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｐｒｅｓｓｉｎｇｐｒｅｓｓｕｒｅｓｗｉｔｈ１５０－２００ｍｅｓｈｓｉｅｖｅａｔ６８μＦ

５０Ｖ时，要求３０．１μＦ电容器。但Ｇ１０材料管壳（Ｇ１０
是一种非导电，纤维玻璃环氧树脂复合材料）全发火
电容器是２．０μＦ。

由此，管壳在点火试验中作用明显，管壳的导热性

非常重要。此外，由于 ＳＣＢ等离子体中高温、高速的
带电粒子，管壳的导电性也会产生一定的影响。

４．５　掺杂物
等离子体中存在电离出来的自由电子和带电离

子，可以从静电的角度进行敏化。微米级锆粉与许多

氧化剂混合药剂的静电感度是非常敏感的，最小 ５０％
发火能量在１０μＪ以下［２２］

。所以，可以考虑掺杂一定

比例的微米级锆粉，降低 ＳＣＢ点火能量。
ＤａｖｉｄＷ．Ｅｗｉｃｋ等［４］

在研究中发现：药剂热导率

高有助于热的传递，却会降低药剂对点火的敏感性，尤

其是处在恒流发火状态下。如果将较好热导性的材料

添加到药剂中，那么就必须考虑药剂浓度的降低是否

会带来负面影响。而且，在向药剂中添加任何物质时，

都要考虑均一性问题。

总之，选用 ＬＴＮＲ作为点火药剂、药剂粒度不大于
５μｍ、压药压力不小于 ３０ＭＰａ、导热导电性差的管壳
和静电感度高的掺杂物如：微米级锆粉等，可以降低

药剂 ＳＣＢ点火能量。

５　放电电容

能量输入 ＳＣＢ的形式，会影响到 ＳＣＢ对药剂的点

火性能。放电电容是放电电路的主要元件，王文
［２１］
对

２００～２５０目的 ＬＴＮＲ在电压 ３９Ｖ、压力 ２０ＭＰａ条件
下 ＳＣＢ点火，得到１０μＦ、２２μＦ、４７μＦ、６８μＦ、１００μＦ
放电电容下的点火时间（见图６），随着电容增大，点火

时间变短，６８μＦ的点火时间最短，１００μＦ时点火时间
突然增长。本课题组对 ３００目下 ＮＨＡ在压药压力
６０ＭＰａ，以２２μＦ、４７μＦ、６８μＦ三个放电电容点火，作
电压点火时间曲线（见图 ７），发现 ４７μＦ点火最快。
由此说明，药剂与放电电容的匹配，对药剂 ＳＣＢ的点
火性能有重要影响，每种药剂都有相匹配的放电电容，

过大或过小都不利于药剂的点火。

图 ６　３９Ｖ电压下不同电容的点火时间［２１］

Ｆｉｇ．６　Ｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｔｉｍｅｄｕｒａｔｉｏｎｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃａｐａｃｉｔａｎｃｅｓ

ｕｎｄｅｒ３９Ｖ［２１］

图 ７　３００目下、６０ＭＰａ不同电容电压点火时间

Ｆｉｇ．７　ＴｈｅｖｔｃｕｒｖｅｓｏｆＬＴＮＲｉｇｎｉｔｉｏｎｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅｓｗｉｔｈ３００ｍｅｓｈｓｉｅｖｅａｔ６０ＭＰａ

６　展　望

综上所述，国外对降低 ＳＣＢ药剂点火能量进行了
大量研究，最低点火能量达到 ０．０７８ｍＪ，但国内在现有
条件下的点火能量与国外相比还有很大差距，本课题组

对 ＬＴＮＲ的 ＳＣＢ点火最低能量达到 １．０７ｍＪ。为此，进
一步降低药剂 ＳＣＢ点火能量，不仅有利于 ＳＣＢ在武器
弹药、火箭、卫星、飞船等得到更广泛的应用，而且可以

提高同样能量输入下药剂作用的可靠性。从 ＳＣＢ药剂
点火的过程出发，今后降低点火能量的实验研究可以从

ＳＣＢ结构、ＳＣＢ药剂点火机理、药剂装药和放电电容四
方面进行，具体如下：（１）选用小尺寸 ＳＣＢ如：
２μｍ（ｔ）×２３μｍ（Ｌ）×６７μｍ（Ｗ），保证 ＳＣＢ可以在小
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能量下激发；（２）相比其他药剂，ＬＴＮＲ作为 ＳＣＢ点火
药剂更能实现低能点火；（３）为使药剂粒度与 ＳＣＢ厚
度（２μｍ）匹配，控制药剂的粒度在５μｍ以下；（４）压
药压力不小于 ３０ＭＰａ，使药剂与 ＳＣＢ截面良好接触；
（５）掺杂 Ｚｒ粉提高静电火花感度；（６）热导率低、导电
性低的 Ｇ１０管壳装药，减少等离子能量的损失；（７）针
对药剂选择合适的放电电容，使点火时间短，点火能量

低，如 ＮＨＡ在４７μＦ为最佳点火电容。

参考文献：

［１］ＢｉｃｋｅｓＲＷ，ＧｒｕｂｅｌｉｃｈＭＣ，ＭｅｒｓｏｎＪＡ，ｅｔａｌ．Ａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆｓｅｍｉ

ｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ，ＳＣＢ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓａｔＳａｎｄｉａＮａｔｉｏｎａｌＬａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ

［Ｒ］．９５２５４９：１９９５．

［２］ＢｉｃｋｅｓＪｒ．Ｓｍａｒｔｅｘｐｌｏｓｉｖｅｉｇｎｉｔｏｒ：ＵＳＰ４８４３９６４［Ｐ］，１９８９．

［３］郝建春．使用半导体桥（ＳＣＢ）以极低的能量点燃烟火剂［Ｊ］．爆

破器材，１９９３，２３（２）：３４－３７．

ＨＡＯＪｉａｎｃｈｕｎ．Ｕｓｉｎｇｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｔｏｉｇｎｉｔｅｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ

ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎａｅｘｔｒｅｍｅｌｏｗｅｎｅｒｇｙ［Ｊ］．ＥｘｐｌｏｓｉｖｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，１９９３，２３

（２）：３４－３７．

［４］ＥｗｉｃｋＤａｖｉｄＷ，ＷａｌｓｈＢｒｅｎｄａｎＭ．Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｂｒｉｄｇｅ／ｐｏｗｄｅｒ

ｉｎｔｅｒｆａｃｅｆｏｒａｌｏｗｅｎｅｒｇｙＳＣＢｄｅｖｉｃｅ［Ｒ］．９７－２８３１，１９９７．

［５］杨振英，杨树彬，王新才，等．半导体桥（ＳＣＢ）冲击片起爆技术研

究［Ｊ］．含能材料，２００７，１５（２）：１３１－１３３．

ＹＡＮＧＺｈｅｎｙｉｎｇ，ＹＡＮＧＳｈｕｂｉｎ，ＷＡＮＧＸｉｎｃａｉ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅ

ＳＣＢｓｌａｐｐｅｒｉｎｉｔｉａｔｉｎｇｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００７，１５（２）：１３１－１３３．

［６］ＢｅｎｓｏｎＤＡ，ＢｉｃｋｅｓＪｒ，ＲｏｂｅｒｔＷ，ｅｔａｌ．Ｔｕｎｇｓｔｅｎｂｒｉｄｇｅｆｏｒｔｈｅｌｏｗ

ｅｎｅｒｇｙｉｇｎｉｔｉｏｎｏｆｅｘｐｌｏｓｉｖｅａｎｄｅｎｅｒｇｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ：ＵＳＰ４９７６２００

［Ｐ］，１９９０．

［７］ＰａｒｋＭｙｕｎｇＩｌ，ＣｈｏｏＨｙｏＴａｅ，ＹｏｏｎＳｕｋＨｗａｎ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆ

ｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｓｂｅｔｗｅｅｎａｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｓｅｍｅｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｂｒｉｄｇｅ（ｓｉｎｇｌｅＳＣＢ） ａｎｄ ａ ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｂｒｉｄｇｅ

（ｐｏｌｙＳＣＢ）［Ｊ］．ＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃｔｕａｔｏｒｓＡ，２００４，１１５：１０４－１０８．

［８］ＫｉｍＪｏｎｇＵｋ，ＰａｒｋＣｈｏｎｇＯｏｋ，ＰａｒｋＭｙｕｎｇＩｌ，ｅｔａｌ．Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ） ｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｅｄｉｎ ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｒｔｒｏ

ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ（ＭＥＭＳ）［Ｊ］．ＰｈｙｓｉｃｓＬｅｔｔｅｒｓＡ，２００２，３０５：４１３－

４１８．

［９］ＬｅｅＫｙｅＮａｍ，ＰａｒｋＭｙｕｎｇＩｌ，ＣｈｏｉＳｕｎｇＨｏ，ｅｔａｌ．Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆ

ｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｅｄｂｙｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）［Ｊ］．

ＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃｔｕａｔｏｒｓＡ，２００２，９６：２５２－２５７．

［１０］ＢｅｎｓｏｎＤＡ，ＬａｒｓｅｎＭ Ｅ，ＲｅｎｌｕｎｄＡＭ，ｅｔａｌ．Ｓｅｍｉｃｏｎｄｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ

（ＳＣＢ）：Ａｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｏｒｆｏｒｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｏｆｅｘｐｌｏｓｉｖｅ［Ｊ］．ＪＡｐｐｌ

Ｐｈｙｓ，１９８７，６２：１６２２－１６３２．

［１１］ＫｉｍＪｏｎｇｄａｅ，ＳｃｈａｍｉｌｏｇｌｕＥｄｌ，ＪｕｎｇｌｉｎｇＫｅｎｎｅｔｈＣ，ｅｔａｌ．Ｔｅｍｐｏｒａｌ

ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｐｌａｓｍａｄｅｎｓｉｔｙｖａｒｉａｔｉｏｎｓａｂｏｖｅａｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ

（ＳＣＢ）［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎａｎｄＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，

１９９５，４４：８４３－８４６．

［１２］周彬，徐振相，刘西广，等．ＳＣＢ对粒状炸药的微对流传热数值模

拟［Ｊ］．南京理工大学学报，１９９６，２０（６）：４９３－４９６．

ＺＨＯＵＢｉｎ，ＸＵＺｈｅｎｘｉａｎｇ，ＬＩＵＸｉｇｕａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｎｕｍｅｒｉｃａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

ｏｆｔｈｅｒｍａｌｍｉｃｒｏｃｏｎｖｅｃｔｉｏｎｔｏｇｒａｎｕｌａｒｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓｉｎｉｔｉａｔｉｏｎｂｙＳＣＢ

［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１９９６，２０

（６）：４９３－４９６．

［１３］周蓉，岳素格，秦卉芊，等．半导体桥（ＳＣＢ）的研究［Ｊ］．半导体学

报，１９９８，１９：８５７－８６０．

ＺＨＯＵＲｏｎｇ，ＹＵＥＳｕｇｅ，ＱＩＮＨｕｉｑｉａｎ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｓｅｍｉ

ｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｅｍｉＣｏｎｄｕｃｔｏｒ，１９９８（１９）：

８５７－８６０．

［１４］胡建书，焦清介．恒流作用下 Ｖ型半导体桥电热特性研究［Ｊ］．煤

矿爆破，２００５，４：４－６．

ＨＵＪｉａｎｓｈｕ，ＪＩＡＯＱｉｎｇｊｉｅ．Ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｈｅａｔｃｈａｒａｃｔｅｒｒｅｓｅａｒｃｈｏｆ

＂Ｖ＂ｆｉｌｍｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｕｎｄｅｒａｃｏｎｓｔａｎｔｃｕｒｒｅｎｔ［Ｊ］．Ｍｉｎｉｎｇ

Ｂｌａｓｔｉｎｇ，２００５（４）：４－６．

［１５］ＣｅｇｉｅｌＤｉｒｋ，ＫｒｏｎｅＵｗｅ．Ｍｅｔｈｏｄｔｏｐｒｏｄｕｃｅｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌｉｇｎｉｔｉｎｇ

ｍｉｘｔｕｒｅｓ：ＵＳＰ６７８３６１６［Ｐ］，２００４．

［１６］王治平，费三国，龚晏青，等．半导体桥起爆炸药的实验研究［Ｊ］．

爆炸与冲击，２０００，２０（４）：３５９－３６３．

ＷＡＮＧＺｈｉｐｉｎｇ，ＦＥＩＳａｎｇｕｏ，ＧＯＮＧＹａｎｑｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ

ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｉｎｉｔｉａｔｉｏｎｏｆｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓｂｙＳＣＢ［Ｊ］．Ｅｘｐｌｏｓｉｏｎａｎｄ

Ｓｈｏｃｋ，２０００，２０（４）：３５９－３６３．

［１７］刘瞻，朱顺官．叠氮肼镍（Ⅱ）的化合与结构［Ｊ］．火工品，２０００

（２）：１６－１９．

ＬＩＵＺｈａｎ，ＺＨＵ Ｓｈｕｎｇｕａｎ．Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓａｎｄｉｔｓｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｎｉｃｋｅｌ

ｈｙｄｒａｚｉｎｅａｚｉｄｅ（Ⅱ）［Ｊ］．Ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ＆Ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，２０００（２）：１６－

１９．

［１８］吴幼成，朱顺官，宋敬埔．两种工业雷管中有应用前景的起爆药剂

［Ｊ］．爆破器材，１９９６，２５（２）：１８－２１．

ＷＵＹｏｕｃｈｅｎｇ，ＺＨＵＳｈｕｎｇｕａｎ，ＳＯＮＧＪｉｎｇｐｕ．Ｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｐｒｉｍａｒｙ

ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓｗｉｔｈａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｐｒｏｓｐｅｃｔｓｉｎｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｄｅｔｏｎａｔｏｒ［Ｊ］．

ＥｘｐｌｏｓｉｖｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，１９９６，２５（２）：１８－２１．

［１９］朱顺官，徐大伟，曹仕瑾，等．高威力配合物起爆药：叠氮肼镍

［Ｊ］．爆破器材，２００５，３４（５）：１７－１９．

ＺＨＵＳｈｕｎｇｕａｎ，ＸＵＤａｗｅｉ，ＣＡＯＳｈｉｊｉｎ，ｅｔａｌ．Ｈｉｇｈｐｏｗｅｒｃｏｏｒｄｉ

ｎａｔｉｏｎｃｏｍｐｏｕｎｄｐｒｉｍａｒｙｅｘｐｌｏｓｉｖｅ：Ｎｉｃｋｅｌｈｙｄｒａｚｉｎｅａｚｉｄｅ［Ｊ］．

ＥｘｐｌｏｓｉｖｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００５，３４（５）：１７－１９．

［２０］祝明水，何碧，费三国，等．关于降低 ＳＣＢ发火能量的理论探讨

［Ｊ］．火工品，２００７（１）：３５－３７．

ＺＨＵＭｉｎｇｓｈｕｉ，ＨＥＢｉ，ＦＥＩＳａｎｇｕｏ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｒｅｓｅａｒｃｈ

ｏｎｔｈｅｒｅｄｕｃｉｎｇｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙｏｆＳＣＢ［Ｊ］．Ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ＆Ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，

２００７（１）：３５－３７．

［２１］王文．半导体桥等离子体点火特性研究［Ｄ］．南京：南京理工大

学，２００７．

ＷＡＮＧＷｅｎ．Ｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｒｅｓｅａｒｃｈｏｆｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｅｄ

ｂｙｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ［Ｄ］．Ｎａｎｊｉｎｇ：ＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ

＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００７．

［２２］黑田英司，永石俊幸．Ｚｒ粉在各种氧化剂混合药剂的静电感度

［Ｊ］．火工情报，１９９７（１）：８２－８８．

"

田英书，幸いなことに．ＳｔａｔｉｃｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｐｏｗｄｅｒＺｒ

ｍｉｘｉｎｇｗｉｔｈｖａｒｉｏｕｓｏｘｉｄｉｚｅｒｓ［Ｊ］．ＰｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，１９９７（１）：

８２－８８．

５４６第 ５期　　　　　　　　　　　　　　徐　禄等：降低药剂 ＳＣＢ点火能量的研究进展



ＲｅｖｉｅｗｏｎＤｅｃｒｅａｓｉｎｇｔｈｅＩｇｎｉｔｉｏｎＥｎｅｒｇｙｂｙＳｅｍｉＣｏｎｄｕｃｔｏｒＢｒｉｄｇｅ

ＸＵＬｕ，ＺＨＡＮＧＬｉｎ，ＦＥＮＧＨｏｎｇｙａｎ，ＬＩＵＬｉｊｕａｎ，ＺＨＵＳｈｕｎｇｕａｎ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｈｅｍｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１００９４，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｓｅｖｅｒａｌｅｆｆｅｃｔｉｖｅｒｏｕｔｅｓｔｏｄｅｃｒｅａｓｅｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｅｎｅｒｇｙｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）ｗｅｒｅｓｕｍｍａｒｉｚｅｄｂａｓｅｄｏｎｔｈｅ

ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＳＣＢ，ｔｈｅｉｇｎｉｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ，ｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｃｈａｒｇｅａｎｄｔｈｅｃｈａｒｇｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅｓｅｒｏｕｔｅｓｗｉｌｌ

ｂｅ：（１）ｃｈｏｏｓｉｎｇｓｍａｌｌｓｉｚｅＳＣＢ（２３μｍ（Ｌ）×６７μｍ（Ｗ）×２μｍ（ｔ））；（２）ｃｈｏｏｓｉｎｇｌｅａｄ２，４，６ｔｒｉｎｉｔｒｏｒｅｓｏｒｃｉｎａｔｅ（ＬＴＮＲ）ａｓ

ｉｇｎｉｔｉｏｎｃｈａｒｇｅｏｆＳＣＢ；（３）ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇｔｈｅｓｉｚｅｏｆｇｒａｎｕｌｅｂｅｌｏｗ５μｍ；（４）ｐｒｅｓｓｉｎｇｔｈｅｃｈａｒｇｅａｔａｐｒｅｓｓｕｒｅａｂｏｖｅ３０ＭＰａ；

（５）ａｄｄｉｎｇｔｈｅｆｉｎｅＺｒｐｏｗｄｅｒ；（６）ｕｓｉｎｇＧ１０ａｓｔｈｅｓｈｅｌｌｍａｔｅｒｉａｌｏｆｃｈａｒｇｅ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｉｌｉｔａｒｙｃｈｅｍｉｓｔｒｙａｎｄｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）；ｉｇｎｉｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ；ｒｅａｇｅｎｔ；ｉｇｎｉｔｉｏｎｅｎｅｒｇｙ

（上接５８７页）

ＥｌｅｃｔｒｉｃＳｐｒａｙＩｏｎｉｚａｔｉｏｎＭａｓｓＳｐｅｃｔｒｕｍｏｆＴｅｔｒａｚｅｎｅ

ＬＩＵＪｕｎｗｅｉ，ＺＨＡＮＧＪｉａｎｇｕｏ，ＺＨＡＮＧＤａｎｄａｎ，ＺＨＡＮＧＴｏｎｇｌａｉ，ＹＡＮＧＬｉ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＡｅｒｏｓｐａｃｅＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００８１，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｅｔｒａｚｅｎｅｗａｓａｎａｌｙｚｅｄｂｙｅｌｅｃｔｒｉｃｓｐｒａｙｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＥＳＩＭＳ）ｔｏｓｔｕｄｙｉｔｓｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎｐａｔｈｗａｙｓａｎｄ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ．Ｆｒａｇｍｅｎｔｓａｎｄｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｌｙｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅｓｐｅｃｔｒａｏｆｔｅｔｒａｚｅｎｅｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．ＲｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅａｔｏｍＮｉｓｍｏｓｔｌｉｋｅｌｙｔｏ

ｄｉｓｓｏｃｉａｔｅｉｎｎｅｕｔｒａｌｆｒａｇｍｅｎｔｆｏｒｍｓｏｆＮＨ２，ＨＣＮ，ＨＣＮ２，Ｎ３ａｎｄＮ４，ｗｈｉｌｅｔｈｅｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍｓａｒｅｔｈｅｃｌｅａｖａｇｅｏｆＣ—Ｎ

ａｎｄＮ—Ｎａｎｄｔｈｅｒｅａｒｒａｎｇｍｅｎｔ．Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｓｔｒｏｎｇｅｐｅａｋａｔｍ／ｚ６８．９ｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｔｅｔｒａｚｏｌｅｃｙｃｌｅｉｓｓｔａｂｌｅｉｎｔｈｅｍｏｌｅｃｕｌｅ．Ｔｈｅ

ｐｒｅｓｅｎｃｅｏｆｓｔｒｏｎｇｅｐｅａｋｓａｔｍ／ｚ６８．９ａｎｄｍ／ｚ９５．８ｓｕｇｇｅｓｔｓｔｈａｔｔｈｅｃｌｅａｖａｇｅｓｏｆＣ（５）—Ｎ（１）ｂｏｎｄａｎｄＮ（２）—Ｎ（３）ｂｏｎｄａｒｅ

ｒｅａｄｙｔｏｆｏｒｍｔｅｔｒａｚｏｌｅｒａｄｉｃａｌ，ａｍｉｎｏｇｕａｎｉｄｉｎｙｌｒａｄｉｃａｌａｎｄｍｏｌｅｃｕｌａｒｎｉｔｒｏｇｅｎ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ａｎａｌｙｔｉｃａｌｃｈｅｍｉｓｔｒｙ；ｔｅｔｒａｚｅｎｅ；ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｒａｙｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ；ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ

（上接５９１页）

ＺＨＡＮＧＺｅｎｇｆｕ，ＬＵＯ Ｇｕｏｈｕａ，ＦＡＮ Ｚｈｕａｎｇｊｕｎ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐｌｅｘ

ｐｅｒｍｉｔｔｉｖｉｔｙａｎｄｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙｓｐｅｃｔｒａｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｋｉｎｄｓｏｆｃａｒｂｏｎ

ｎａｎｏｔｕｂｅｓ［Ｊ］．ＡｃｔａＰｈｙｓＣｈｉｍＳｉｎ，２００６，２２（３）：２９６－３００．

［１０］王红霞，刘代志，翟为刚．不同碳纳米材料的微波衰减性能研究

［Ｊ］．含能材料，２００７，１５（２）：１４８－１５１．

ＷＡＮＧＨｏｎｇｘｉａ，ＬＩＵＤａｉｚｈｉ，ＺＨＡＩＷｅｉｇａｎｇ．Ｓｔｕｄｉｅｓｏｎｍｉｃｒｏｗａｖｅ

ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃａｒｂｏｎｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００７，１５（２）：１４８－１５１．

［１１］朱长纯，邓宁．碳纳米管薄膜对电磁波的吸收特性的研究［Ｊ］．西

安交通大学学报，２０００，３４（１２）：１０２－１０４．

ＺＨＵ Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ，ＤＥＮＧ Ｎｉｎｇ．Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｗａｖｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｆｉｌｍｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＸｉ′ａｎＪｉａｏｔｏｎｇ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０００，３４（１２）：１０２－１０４．

［１２］张立德，牟季美．纳米材料和纳米结构［Ｍ］．北京：科学出版社，

２００１．

ＩｎｆｒａｒｅｄＩｍａｇｅｓＳｈｉｅｌｄｅｄＣｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＣａｒｂｏｎＮａｎｏＭａｔｅｒｉａｌｓ

ＷＡＮＧＨｏｎｇｘｉａ，ＬＩＵＤａｉｚｈｉ，ＳＯＮＧＺｉｂｉａｏ
（ＳｅｃｏｎｄＡｒｔｉｌｌｅｒｙＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｘｉ′ａｎ７１００２５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｃａｒｂｏｎｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓｉｓａｎｅｗｋｉｎｄｏｆｍａｔｅｒｉａｌｓｗｉｔｈｇｏｏｄｑｕａｌｉｔｉｅｓｓｕｃｈａｓｓｍａｌｌｄｉｍｅｎｓｉｏｎ，ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ，ｇｏｏｄ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｗａｖｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｔｃ．Ｔｏｅｘｐｌｏｒｅｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｏｆｃａｒｂｏｎｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ

ｏｎｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｔｈｅｉｍａｇｉｎｇＩＲｇｕｉｄａｎｃｅｗｅａｐｏｎｓ，ｕｓｉｎｇｌａｒｇｅｓｍｏｋｅｃｈａｍｂｅｒ，ｔｈｅｓｈｉｅｌｄｅｄｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｆｏｒＩＲｉｍａｇｅｓｏｆ

ｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｓ，ｃａｒｂｏｎｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ，ｎａｎｏｇｒａｐｈｉｔｅｗｅｒｅｔｅｓｔｅｄｉｎｔｈｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｒａｎｇｅｏｆ８－１２μｍ．Ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｃａｒｂｏｎ

ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓｓｍｏｋｅｈａｓｅｘｃｅｌｌｅｎｔｆａｒｉｎｆｒａｒｅｄｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎｃａｐａｃｉｔｙ，ｔｈｅｍｉｎｉｍｕｍ ａｎｄｔｈｅｍａｘｉｍｕｍ ｏｆｆａｒｉｎｆｒａｒｅｄｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ

ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓａｒｅ０．８８８４ｍ２·ｇ－１ａｎｄ２．６２２６ｍ２·ｇ－１ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｉｎｏｒｇａｎｉｃｎｏｎｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ；ｉｎｆｒａｒｅｄｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ；ｉｎｆｒａｒｅｄｓｍｏｋｅ；ｎａｎｏｇｒａｐｈｉｔｅ；ｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅ；ｃａｒｂｏｎ

ｎａｎｏｆｉｂｅｒ；ｓｍｏｋｅｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

６４６ 第 １６卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　含　　能　　材　　料


